様式第２号（要綱第２条関係）
事業計画書
１　申請者情報
	所在地
	〒〇〇〇―〇〇〇〇
日立市〇〇町〇丁目〇番〇号

	法人番号
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

	主な業種
	精密機械加工・医療機器部品製造

	資本金
	〇〇〇〇万円

	従業員数
	〇〇名

	申請担当者
	役職氏名
	代表取締役　日立太郎
	電話番号
	0000－00－0000

	
	メールアドレス
	abc@x.co.jp


２　補助事業の内容
（１）補助事業の概要
	計画名
	精密加工技術を活用した新分野への進出

	実施場所
	自社

	実施期間
	令和８年〇月〇日から令和８年〇月〇日まで


（２）自社の既存事業
	事業内容

	当社は医療機器部品の微細加工に特化し、年商3億円規模の受託製造を行っています。精密治療機器向けの高精度部品を、ISO9001/TS16949規格で品質管理しながらリードタイム短縮とコスト低減を実現しています。

	自社の強み

	① 高精度微細加工（±0.02 µm）を実現する3軸CNC＋光学検査システムを保有。
② 30年の業界経験と、医療機器の規格遵守に強い技術力。
③ 社内に設けた品質保証部門で、検査時間を平均30％短縮

	現状の課題

	当社は医療機器部品の微細加工において、年間売上の伸びが年率2％に留まり、需要が底止まりに近い状態です。さらに若手技術者は不足しており、来期以降の業務拡大に伴う設備投資資金調達が難しくなっています。また、既存設備の老朽化が進み、精度維持のための更新も必要ですが、予算の制約が課題となっています。これらの点が売上成長と人材確保の両面で重大な障壁となり、事業の安定的発展に対する不安を増大させています。


（３）補助事業の具体的内容
	課題に対する取組内容
※取組から期待される効果、取組が課題に対して適切である理由を含めて記載

	① 半導体向けMEMS・極細ワイヤー加工ライン構築
既存CNCを拡張し、微細加工領域をMEMSレベルにまで改善。
社内技術者が設計、試作、検査を一貫して行う。
② 社内研修・人材育成
半導体特有の微細加工技術を自社ネイティブで習得するため、社外講師による集中研修を3回実施。
③ 品質体系の統合
医療部品向けの品質管理手順をベースに、半導体製造に必要なクリーンルーム要件も組み込む。

	数値目標と達成時期
（例）〇ヵ月で売上〇％増、新規で〇人採用、作業工数〇時間削減など

	売上：6ヵ月で新規売上5000万円（前年比+50％）。
拡大：新規顧客獲得数 5社。
生産効率：加工サイクルタイム 20％短縮（10%プロセス改善＋10%機器自動化）。

	補助事業終了後の展望

	補助事業終了後、半導体向けMEMS加工ラインと医療部品製造ラインを並行して稼働させることで年間売上を従来の15％増に拡大します。微細加工技術と品質管理の高度化を社内に定着させることで、社内技術力がさらに強化され、新製品ラインやサービスの立ち上げに直結します。この基盤は他業種への技術移転や連携も可能にし、長期的に事業ポートフォリオの多様化と競争優位性の確立に寄与します。


３　経費の内訳等
（１）経費の内訳
	区分
	事業に要する経費
	摘要（積算根拠等）

	謝金
	100,000
	研修講師への謝金

	備品費
	1,500,000
	加工用機材

	消耗品費
	200,000
	研磨剤、溶接材料等

	
	
	

	合計
	1,800,000
	事業に要する経費（Ａ）


（２）補助金交付申請額
	区分
	金額
	摘要（積算根拠等）

	事業に要する
経費（Ａ）
	1,800,000
	

	交付申請額
	600,000
	Ａの１／３以内（千円未満切り捨て）



